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Este manual foi criado para instruir os académidosDepartamento de
Eletronica do IFSC para confeccdo de placas dealitmrémpresso pelo método de
remocdo mecanica de cobre, através da fresa EGXd20ORoland®. Para o
acompanhamento deste manual € necessério a @dizimcsoftware Dr.Engrave V2.6 ,
disponivel no Departamento, e recomendado o sata@rdesenvolvimento de placas
DipTrace V1.5 Freeware (versdo de demonstracdo),spodivel em

‘http://www.diptrace.com’, ou versao com instrunenequivalentes.



Gerando Arquivos

Para realizar confec¢cdo de placas de circuito isgorea fresa, € necessario o programa Dr.
Engrave e algum software de circuito que export@adrdo DXF as bordas das trilhascomenda-se
utilizar o DipTrace, cuja distribuicao de testergétgita por tempo ilimitado.
Abaixo segue uma explicacao baseada no prograniaddip 1.5 (?I_]‘\, ).
1. Gerar DXF:

File > Export-> DXF...
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Selecione as malhas de Drill_Top e Edge_Top (pessiCtrl). Diminua as margens das
malhas “Board Outline Width” ( 0.14. 0.0014) e “Edge Width” (0.0L 0.0001).

Para a mensagem de Warning, cliqgue em “No”.

Salve o arquivo DXF.
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Note que ao realizar a placa, ndo € necessarimgiree grandes malhas de terra, apenas o
contorno basta, pois depois podera ser excluids @bas de cobre.
Anote o tamanho da placa com a utilizacao da fernéa‘Measure”.

% PCB Layout - placa. dip
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2. Importar o arquivo no Dr. Engrave (

Selecione arquivos tipo DXF e abra onde o arquivariado anteriormente.
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Selecione a figura (right-click) e:
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Selecione “Move Shape...” e deixe a figura no poutd, y=0.
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A placa normalmente deve ser fresada espelhadadqus®e espera que as trilhas estejam na
parte de baixo da placa, para isso selecione “Mirro



Algumas modificacdes podem ser necessarias, cdlhastisobrepostas ou malhas de cobre.
Selecione “Break Apart’ para separar cada trillse ¢rabalho é necessario para garantir uma placa d
boa qualidade. Poucas melhorias podem ser ne@ss@$0o a placa tenha sido projetada de maneira
eficiente
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Apague o que for desnecessario e utilize a ferrean&@raw Polyline” para completar
eventuais falhas. Salve o arquivo no formato ‘.DEE3te é o arquivo utilizado para gerar as plazsts,
sera ‘impresso’ na placa como esta no arquivo.
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Converter arquivos (Proteus -> DipTrace)

N&o ha necessidade de se utilizar especificamentdtware DipTrace para a confeccdo das
placas, porém o resultado deve ser o mesmo, segoapna utilizado pode gerar o arquivo DXF com as
bordas das trilhas (geralmente denominauttine ou edge) continue a partir do ponto 2 para configurar a
placa no Dr. Engrave. Caso ndo seja possivel aeaizonversdo dos arquivos necessarios, outradméto
pode ser realizado: a converséo dos arquivos parpToace.

Abaixo segue um guia para converter arquivos do Pteus (Ares) para o DipTrace em
geral o mesmo procedimento pode ser adotado pa@sgrogramas.

Exporte o arquivd@erber, arquivo padrdo de placas de circuito impresso:

Output-> CADCAM Output...
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Para o arquivo selecionado, apenas serdo necessaricamadas onde estiverem as trilhas,
furos e bordas. Para isto exclualagers ja selecionadogxcetoTop (ou Botton) Copper, Drill e Edge.
Clique em OK para criar 0s arquivos.
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Agora abra o programa DipTrace e importe os arM\E&, ):
File > Import-> Gerber...

Selecione o arquivo com o nome da placa com a ektenCADCAM Top Copper.txt”
(eventualmente Botton). No campo “Convert to:” sglre para que as trilhas sejam convertidas para
“Top” e selecione a caixa “Pads in Signal Laye@fique Import.
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Verifigue que os terminais ndo possuem furos, sejddo selecione o terminal (right-click) e
cligue em “Pad Properties”.
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Desmarque a opcédo “Default for Pattern” para podedificar as configuracdes do terminal,
selecione as opc¢des para utilizar furos (On Bo@indough) e selecione um tamanho para o furo (Hole:
0,1) e aplique para todos os terminais similareglaea (Apply to: All Similar)
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Deste ponto deve seguir a partir do ponto 1, panaerter os arquivos para o Dr. Engrave.



Dicas Para Confeccéo de Placas

Como o processo de confecgdo das placas se daguorde remocédo do material, algumas
precaucdes devem ser tomadas pelo projetista nentorde confec¢do dayout da placa.

1. Largura das trilhas:

Como seré realizada a remoc¢édo do material da placatracar as trilhas, a ferramenta de
corte possui uma area de corte de aproximadame®t®,@8mm. Entdo faz-se necessario a utilizacéo de
trilhas com espessura superior a esta. E recomehaanilizacéo de trilhas de pelo menos 1,0mm.

0.4mm «——

0.6mm

Imm

2. Largura das Ilhagpéd):

Pela mesma razao das trilhas serem reduzidasiagastdmbém devem ser superdimensionadas
para resistir a remocdo do material, além de ter reemte, que o furo interno deve ser de
aproximadamente 1,0mm. E recomendavel a utilizdedforos de aproximadamente 2,0mm.

04mm -




3. Espacamento entre Trilhas:

Como o processo de confeccdo das placas se d&dpoésada ferramenta de corte, ndo existe
a possibilidade de duas trilhas proximas entraremcerto se no programa Dr.Engrave as trilhas
aparecerem, que deve acontecer enquanto foremiteelkse os espagcamentos definidos em “Board
Outline Width” (passo 1). Ou seja, 0 espacementi@drilhas ndo necessita ser grande, porém sofeie
para ndo atrapalhar quando for necessario soltfeastipréximas (com a utilizagdo de um ferro delzol
com ponta grossa serd necessario maior cautelagpeizar a solda). Ndo ha problema em utilizar
espacamentos entre trilhas exagerados, excetaesperdicio do material utilizado.

Exemplo de trilhas aceitaveis para a confeccdo



